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通信周专题（1.1-1.5）  

 
商用交换芯片国产替代加速  

 

➢ 商用芯片为交换芯片增长点 

随着全球以太网交换机市场的扩大，自研交换芯片厂商的体量无法满足下

游日益增长的需求，同时以太网交换芯片行业壁垒较高，自研厂商难以支

撑芯片的高研发投入、技术的高速迭代，因此商用交换芯片的需求增速有

望高于自研交换芯片。根据灼识咨询测算，全球商用以太网交换芯片市场

2020-2025 年 CAGR 为 5.30%，显著高于全球自用以太网交换芯片市场同期

CAGR 1.20%。 

➢ 数据中心为商用交换芯片主要增长推动力 

受益于 AI技术的变革，数据中心需求增速有望回暖，成为商用交换芯片的

主要增长驱动力。2022年中国 IDC 需求增速下降，科智咨询预计未来几年，

中国 IDC 市场将逐步回暖。根据灼识咨询的数据，中国商用数据中心用以

太网交换芯片总体市场规模预计至 2025年将达到 120.40亿元，2020-2025

年 CAGR为 18.00%，高于其他应用场景。 

➢ 国产交换芯片厂商加速追赶 

盛科通信在研的 Arctic，交换容量最高达到 25.6Tbps，支持最大端口速率

800G，面向超大规模数据中心，交换容量与博通的 Tomahawk4 持平。根据

公司招股说明书，该产品预计于 2024年推出，有望实现 3个产品迭代周期

的飞跃，降低我国以太网交换芯片行业与国际最先进水平的差距，加速商

用交换芯片国产替代。 

➢ 以太网交换芯片国产替代空间广阔 

国内市场来看，2020年中国商用以太网交换芯片市场中，市占率排名前三

的博通、美满和瑞昱合计占据 97.80%的市场份额，本土厂商盛科通信的市

占率为 1.60%，排名第四。 

➢ 投资建议 

当前国内企业在商用交换芯片市场份额占比较低，具备较大的国产替代空

间。国内商用交换芯片主要厂商盛科通信预计于 2024 年推出交换容量为

25.6T的 Arctic产品，跨越 3个产品迭代周期，有望加速商用交换芯片的

国产替代。 

建议关注：国产商用交换芯片稀缺标的：盛科通信-U、裕太微-U；下游引

入国产交换机芯片的厂商：锐捷网络、紫光股份、中兴通讯。 

   
风险提示：技术研发不及预期风险；下游需求不及预期风险；行业竞争加

剧风险。   
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1. 国产交换芯片有望进入中高端市场 

1.1 交换芯片是以太网交换机核心部件 

以太网交换机对外提供高速网络连接端口，每个端口直接与主机或网络节点相

连，能够同时连通多对端口，使每一对相互通信的主机无冲突地传输数据。 

交换机产业链上游主要包括芯片、元器件、光模块、电路板、电源模块和结构件

等元件；中游按照终端应用场景，可分为无管理交换机、二层管理交换机、三层管理

交换机、PoE交换机、工业交换机和数据中心交换机等；下游应用于电信运营、云服

务、数据中心等领域。 

图表1：以太网交换机产业链 

 
资料来源：中商产业研究院，国联证券研究所 

以太网交换芯片是用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片，为交换机内

构建下游应用网络的核心平台型部件。交换芯片决定了交换机的性能，交换机主要功

能是提供子网内的高性能和低延时交换，其中高性能交换的功能主要由交换芯片完

成。 

交换芯片在交换机中价值占比较高。交换机厂商锐捷网络 2019-2021 年原材料

构成中，芯片的占比分别为 43.81%/44.71%/51.93%，显著高于其他原材料成份。 

图表2：以太网交换机图示 

 
图表3：以太网交换机内部结构 

  
资料来源：盛科通信招股说明书，国联证券研究所 资料来源：星创易联，国联证券研究所 

交换容量和端口速率是衡量以太网交换芯片性能的重要指标。交换容量以太网

https://m.hqchip.com/app/1808
https://m.elecfans.com/v/tag/1301/


请务必阅读报告末页的重要声明 4 

 

 

行业报告│行业周报 

交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量，表明以太网交换

机总数据交换能力。端口速率是以太网交换芯片/以太网交换机的每个端口每秒钟传

输的最大 bit数量。 

接纳性较弱，致芯片一经进入供应链则应用周期较长，生命周期往往长达 8-10 

年。 

1.2 国产交换芯片能力不断提升 

国际市场来看，根据 The Next Platform 的信息，国际商用交换芯片大厂博通

在 2014 年推出 Tomahawk1芯片后，交换容量每两年翻一倍。博通于 2019年 12月正

式推出全球首款具备 25.6Tbps容量的交换芯 Tomahawk4。2022年 8月，博通推出速

率高达 51.2Tbps的 Tomahawk5，单芯片可支持 64端口 800Gbps或 128端口 400Gbps

或 256端口 200Gbps的交换机。2023 年 3月，Tomahawk5芯片已批量出货。 

图表4：博通交换芯片产品迭代历程 

 
资料来源：The Next Platform，国联证券研究所 

国内主要商用交换芯片厂商盛科通信推出的 TsingMa.MX（交换容量 2.4Tbps）、

GoldenGate（交换容量 1.2Tbps）等系列，均已导入国内主流网络设备商并实现规模

量产，其中已批产性能最强的 TsingMa 系列产品 CTC8180交换容量为 2.4Tbps，最大

端口速率为 400G，与国际厂商仍有较大技术差距。 

盛科通信在研的Arctic，交换容量最高达到25.6Tbps，支持最大端口速率800G，

面向超大规模数据中心，交换容量与博通的 Tomahawk4持平。根据公司招股说明书，

该产品预计于 2024年推出，有望实现 3个产品迭代周期的飞跃，降低我国以太网交

换芯片行业与国际最先进水平的差距，加速商用交换芯片国产替代。 
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图表5：主要交换芯片厂家最新产品性能对比 

公司名称 盛科通信 博通 美满 思科 

产品名称 Arctic（在研） Tomahawk 5 
Teralynx 

10 
G200 

性能指标对比 25.6Tbps 51.2Tbps 51.2Tbps 51.2Tbps 

支持端口速率 

10G/25G/50G/10

0G/200G/400G/8

00G 

50G/100G/20

0G/400G/800

G 

25G/50G/ 

100G/200G/

400G/800G 

10G/25G/

50G/100G

/200G/ 

400G/800

G/1.6T 
 

资料来源：盛科通信招股说明书，Next Platform，《Marvell Teralynx 10 Data Center Ethernet Switch》，北京

至顶信息技术有限公司，国联证券研究所 

从应用领域来看，主要商用芯片厂商均覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网

络及工业网络。在数据中心领域，博通和美满已能够覆盖超大规模数据中心；瑞昱主

要聚焦低端产品线，其以太网交换芯片产品的交换容量及端口速率均较低，因此尚未

覆盖超大规模数据中心；盛科通信已覆盖中等规模数据中心，Arctic 芯片的批产，

有望助力其进军超大规模数据中心领域。 

图表6：主要商用芯片厂商产品对比 

公司名称 市场定位 
产品性能 

应用领域 
交换容量 端口速率 

盛科通信 产品定位中高端产市场 100G-2.4T 100M-400G 

企业网络、运营商

网络、中等规模数

据中心、工业网络 

博通 

产品应用于高、中、低端产品线，主要发展高端

产品线，主要资源投入在面向超大规模数据中心

的 Tomahawk 以及 Trident 等高性能系列 

Tomahawk：

51.2T 

Trident：

12.8T 

Tomahawk：

800G 

Trident：

400G 

企业网络、运营商

网络、超大规模数

据中心、工业网络 

美满 

产品应用于高、中、低端产品线，过去主要定位

中端市场。2021 年收购主营云服务器以及边缘数

据中心以太网交换芯片的集成电路设计企业

Innovium 后，产品线向中高端发展，开始覆盖超

大规模数据中心等高端领域。 

- - 

企业网络、运营商

网络、超大规模数

据中心、工业网络 

瑞昱 产品面向中低端市场，主要聚焦低端产品线 - - 

企业网络、运营商

网络、数据中心

（除去超大规模

外）、工业网络 
 

资料来源：盛科通信招股说明书，国联证券研究所 

2. 商用交换芯片国产替代正当时 

2.1 商用芯片为交换机芯片主要增长点 



请务必阅读报告末页的重要声明 6 

 

 

行业报告│行业周报 

根据以太网交换芯片设计企业是否从事品牌交换机的研发、生产与销售，可将以

太网交换芯片设计企业分为自用与商用厂商，前者主要从事以太网交换机产品的生

产销售，其自研芯片用于自产的以太网交换机产品；后者的商用交换芯片通常用于销

售予其他以太网交换机整机厂商。 

根据灼识咨询的数据，2020 年全球商用和自用交换芯片市场规模基本相当。灼

识咨询测算，全球商用以太网交换芯片市场 2020-2025 年 CAGR 为 5.30%，显著高于

全球自用以太网交换芯片市场同期 CAGR1.20%。 

图表7：2016-2025E 全球以太网交换芯片市场规模 

 
图表8：全球以太网交换芯片市场规模增速 

 

  
CAGR  

2016-2020 

CAGR  

2020-2025E 

总计 3.60% 3.40% 

商用 6.40% 5.30% 

自用 1.20% 1.20% 
 

资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 

2.2 数据中心驱动商用交换芯片市场增长 

AI 大模型的快速演进不断提升对算力基础设施的需求。根据科智咨询《2022-

2023年中国 IDC行业发展研究报告》，2022年中国整体 IDC业务市场规模达到 3975.6

亿元，同比增长 32%。与 2021年相比，2022年宏观经济增速放缓，行业客户业务扩

展及增长受限，IDC需求增速下降，导致整体市场规模增速放缓。科智咨询预计未来

几年，中国 IDC市场将逐步回暖。 

图表9：2018-2025 年中国整体 IDC业务市场规模及预测 

 
资料来源：科智咨询，国联证券研究所 

注：中国整体 IDC业务市场规模统计口径包括传统 IDC业务收入、公有云 IaaS、PaaS业务收入。 
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数据中心有望成为未来中国商用以太网交换芯片市场增长的主要推动力。根据

灼识咨询数据，中国商用数据中心用以太网交换芯片总体市场规模 2020年达到52.60

亿元，2016-2020 年 CAGR 为 19.60%；预计至 2025 年市场规模将达到 120.40 亿元，

2020-2025年 CAGR为 18.00%，高于其他应用场景。 

图表10：中国商用交换芯片各应用场景市场规模 

 
图表11：中国商用交换芯片各应用场景市场规模增速 

 

  CAGR 2016-2020 CAGR 2020-2025E 

企业网用 8.20% 7.60% 

运营商用 4.80% 3.40% 

数据中心用 19.60% 18.00% 

工业用 9.60% 9.80% 

总计 13.60% 13.80% 
 

资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 

2.3 国产替代空间广阔 

全球市场来看，根据 IDC和灼识咨询的数据，2020 年全球以太网交换设备的市

场规模为 1807亿元，2016-2020年 CAGR为 3.50%。预计 2025年市场规模将达到 2112

亿元，2020-2025年 CAGR为 3.20%。 

国内市场来看，根据 IDC和灼识咨询数据，2020 年中国以太网交换设备的市场

规模为 343.80 亿元，2016-2020 年 CAGR 为 9.60%。预计 2025 年市场规模将达到

574.20亿元，2020-2025年 CAGR为 10.80%。 

图表12：2016-2025E 全球以太网交换设备市场规模 

 
图表13：2016-2025E 中国以太网交换设备市场规模 

  
资料来源：盛科通信招股说明书，IDC，灼识咨询，国联证券研究所 资料来源：盛科通信招股说明书，IDC，灼识咨询，国联证券研究所 

中国的以太网交换设备市场处于快速发展阶段。根据 IDC 和灼识咨询的数据，

2020年中国以太网交换设备市场规模占全球总规模的 19.03%，该比例预计于 2025年
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提升至 27.19%，相较于 2020年增长 8.16pct。 

图表14：2016-2025E 以太网交换设备中国市场占比 

 
资料来源：盛科通信招股说明书，IDC，灼识咨询，国联证券研究所 

思科占据全球以太网交换机市场约半壁江山。根据华经产业研究院的数据，

2022Q1 全球以太网交换机市场份额前五名的厂商分别为思科、Arista Networks、华

为、慧与、新华三，市占率分别为 45.40%/9.30%/7.50%/6.00%/5.60%。 

中国以太网交换机行业集中度较高，主要厂商包括新华三、华为、锐捷网络、思

科、迈普技术、烽火通信、中兴通讯等。根据华经产业研究院的数据，2022Q1华为、

新华三、锐捷网络、思科的市场份额分别约为 39.00%/35.00%/9.00%/8.00%，迈普技

术、烽火通信、中兴通讯等其他厂商的占比为 9.00%。 

图表15：2022Q1 全球交换机市场竞争格局 

 
图表16：2022Q1 中国交换机市场竞争格局 

  
资料来源：华经产业研究院，国联证券研究所 资料来源：华经产业研究院，国联证券研究所 

主要厂商中，华为、思科主要为自研交换芯片；新华三、中兴通讯、烽火通信在

自研交换芯片的同时，亦外购商用芯片；锐捷网络、迈普技术等厂商主要外购交换芯

片。 

以太网交换芯片国产替代空间广阔。国内市场来看，自用以太网交换芯片市场的

主要参与者为华为和思科。根据灼识咨询数据，2020 年中国自研以太网交换芯片市
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场中，华为和思科销售额占比分别为 88.00%/11.00%，合计占据 99.00%的市场份额。 

商用市场方面，根据灼识咨询数据，2020 年中国商用以太网交换芯片市场中，

市占率排名前三的博通、美满和瑞昱的销售额占比分别为 61.70%/20.00%/16.10%，

合计占据 97.80%的市场份额，本土厂商盛科通信的市占率为 1.60%，排名第四。 

图表17：2020 年中国自用交换芯片市场格局（销售额） 

 
图表18：2020 年中国商用以太网交换芯片市场格局 

  
资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 资料来源：盛科通信招股说明书，灼识咨询，国联证券研究所 

3. 投资建议：关注国产交换芯片及下游产业链 

随着全球以太网交换设备市场的扩大，自研芯片厂商的体量无法满足下游日益

增长的需求，同时以太网交换芯片行业壁垒较高，自研厂商难以支撑芯片的高研发投

入、技术的高速迭代，因此商用交换芯片的需求增速有望高于自研交换芯片。 

受益于 AI技术的变革，数据中心需求增速有望回暖，成为商用交换芯片的主要

增长驱动力。 

目前国内企业在商用交换芯片市场份额占比较低，具备较大的国产替代空间。国

内商用交换芯片主要厂商盛科通信预计于 2024 年推出交换容量为 25.6T 的 Arctic

产品，跨越 3个产品迭代周期，有望加速商用交换芯片的国产替代。 

建议关注：国产商用交换芯片稀缺标的：盛科通信-U、裕太微-U；下游引入国产

交换机芯片的厂商：锐捷网络、紫光股份、中兴通讯。 

4. 风险提示 

技术研发不及预期风险；下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 
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